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9月28日，“2021新思科技开发者大会”召开。在数字经济成为经济增长新动能的当下，新思科技携手芯片开发者及行业领袖，围绕5G、物联网、人工智能、智能汽车、高性能计算等数字经济核心应用领域，共同分享了前沿的芯片研发技术趋势与实践。新思科技总裁兼联席首席执行官陈志宽表示，正经历巨大的变革的半导体行业要变得“更快、更高、更强”。

步入数字时代，半导体技术的发展变得“更快、更高、更强”
进入数字时代，人工智能、汽车电子、5G等新技术与应用正推动芯片产业加快创新。同时，摩尔定律正逐渐失速，要超越摩尔定律就必须追求系统级的设计。新思科技总裁兼联席首席执行官陈志宽表示，如今的半导体行业正经历着巨大的变革，与奥运精神中的“更快、更高、更强”如出一辙。

陈志宽表示，之所以半导体行业如今变得“更快”，是由于随着半导体技术的发展，摩尔定律即将终结。而随着数字化时代的到来，AI、电动汽车、5G等新兴应用均在兴起，半导体作为核心技术，创新的速度越来越快。因此，尽管摩尔定律即将到达极限，半导体产业还需要不断且快速地探索新的技术，以便适应数字化时代更快的产品迭代。“虽然半导体行业的未来非常乐观，但仍需要更快的创新，才能跟得上时代的发展。”陈志宽说道。

此外，在半导体行业，陈志宽认为“更高”意味着在数字化发展的背景下，半导体技术的发展需要进行更深层次的考量，这主要体现在两个不同的方向，首先，在实现物理互连所需的工具方面，需要有更深层次的创新，以实现更高效的互联。其次，“更高”也体现在生态系统的建设方面，意味着设计者必须在各个层面进行更全面的考量。以汽车电气化为例，要实现数字孪生（Digital Twin）的概念，除了考虑中间芯片设计的部分，还需要向“左”看，去寻找需要什么样的系统端，还需要向“右”看，需要什么样的软件。“如今，整个时代在进行着大变革，也充满了种种的技术挑战，我们整个供应链，也在从紧密耦合变得更宽松，这对于生态系统而言，意味着要从多方面进行创新，从系统层面到软件，再到基础设施都需要做更多地考量。所以在设计半导体时，我们必须考虑所有的层次，才能有效解决未来所面临的技术挑战。” 陈志宽说。

近期，奥林匹克格言也在108年后进行了首次更新，加入了“更团结”这一格言，陈志宽认为，这与半导体领域是一样的，只有“更团结”才会“更强”。“我们必须一起变得更强大，才能推动整个生态系统的发展。“陈志宽说。

EDA技术是关键
会上，新思科技全球资深副总裁兼中国董事长葛群表示，目前，有50%的芯片开发者认为自己工作中面对的最大问题是项目无法如期交付，可见，时间是开发者最大的挑战，想让芯片开发者们顺应如今半导体行业“更高、更快、更强”的发展趋势也并非易事。

“我们未来EDA的角色，很重要的一个改变，就是能够让整个芯片设计的门槛降低，让更多人能够参与到芯片设计中来。就好比在以前，如果我们需要优化图片，需找一个会PS的人来做，而如今，我们每个人都拥有类似美图秀秀的工具，能够对自己照片做各种非常专业的美化，而不需要任何培训。”葛群表示。可见，面对未来半导体技术向“更高、更快、更强”的趋势发展，EDA技术是支撑芯片开发者们适应“三高”发展趋势的关键。

葛群表示，第一，从最底层解决芯片的工艺问题的挑战，这是当今从原子级别甚至量子级别分析半导体器械模型准确度的重要考量，这是EDA自动化最基石的部分。因此，需要从最底层来分析未来器件、三维器件、二维材料等新型技术，从而做进一步的发展，使得摩尔定律得到延续，而这也是芯片开发者如今的一个新的赛道。例如，打破物理尺寸极限的原子级建模软件QuantumATK，能够从物质的最底层出发做仿真，让制程更快速地向前推进。

第二，打造良好的生态环境，能够帮助芯片开发者们有更长的职业生涯和发展空间。因此，打造融合性的平台尤为重要。例如，目前80%芯片开发者们都在利用的Fusion Compiler，是一个覆盖从40nm~3nm芯片设计的超融合平台，能够解决先进制程芯片的设计，为芯片开发者们提供良好的发展平台。

第三，利用集成平台帮助开发者在早期阶段，对不同结构和不同工艺的芯片做分析计算，从而能够帮助开发者在早期就发现问题并指定应对策略，更快速地开发出更优质的产品。例如，可将异质芯片整合在同一微系统，统一数据结构的业界首个多裸晶芯片系统设计集成平台3DIC Compiler，可帮助芯片开发者快速提升对芯片做仿真和集成的效率，三小时就可以对八个HBM和五纳米的芯片做仿真和集成，而这在先前则需要几个月的时间来完成。

第四，随着AI技术的不断演进，将AI技术与EDA技术进行结合，能够有效缩短设计周期，提升效率。例如，业界首个用于芯片设计的自主人工智能应用程序DSO.ai，使用AI技术提升开发者创新能力和工作效率，三星芯片设计团队利用这一技术实现的突破，仅用3天便实现原本需要一个多月才能完成的芯片设计工作。

第五，利用数字的方式能够精准地收集芯片的真实使用情况，并对其进行分析，从而有效提升芯片的优化效率。这样可以使得芯片开发者不用再无端猜测客户的想法，从而减少无用功，让开发者能够把精力更关注于芯片开发本身。例如，串联芯片和最终应用数字链条的硅生命周期管理（Silicon Lifecycle Management）平台，能够以非常低的成本在芯片中集成传感器，确保在芯片生产制造之后和终端产品使用过程中，不断测试出芯片工作的实况功能、功耗、性能、稳定性、安全数据等，再通过云端传回芯片供应商，使得芯片开发者们能够快速得到芯片真实使用情况的数据收集和分析。


